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日 時 平成２０年５月１９日（月）１０：００～１６：３０ 

 

場 所 電気学会会議室（東京都千代田区五番町６－２ HOMATHORIZONビル８階，ＪＲ総武 

線（中央線各駅停車）市ヶ谷駅下車，徒歩２分，東京メトロ有楽町線・南北線，都営地 

下鉄新宿線市ヶ谷駅下車，３番出口より徒歩２分 

http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/31-doc-honb/map.pdf ） 

 

テーマ「シームレス実装技術と三次元実装技術」 
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